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1. Vcrfahren zur chemischen Behandlung einer 
Oberfiadie auf ctner Settc cines WerkstQckes, bet 5 
dem das WerkstOck (10) mit der zu behandelnden 
Oberfl&che (14) nach abwSrts gerichtel auf eine mit 
einer Offnung (22) versehece Arbeiuflftche (20) ci- 
nes Arbeitsdsches (16) aufgebracht, eine fQr die Be- 
handlung chemisch wirksame FIQssigkeit mit Druck 10 
durch die Offhung (22) nach aufwSrts auf die zu be- 
handelnde Oberfl&che (14) des WerkstQckes (10) ge- 
leitet wird. dadurch gekennzeich net, daB 
die zu behandelnde OberflSche (14) des Werkstflk- 
kes (10) und die horizontale Arbeitsflache (20) des 15 
Arbeitsttsches (16) die gleiche Ausdehnung aufwei- 
sen und daB die chemisch wirksame FlOssigkeU mit 
einem solchen Druck auf die zu behandelnde Ober- 
flache (14) des WerkstQckes (10) geleitet wird, daB 
die chemisch wirksame FlOssigkeit das WerkstQck 20 
(10) anhebu Ober die ganze zu behandebide Oberflfl- 
che des WerkstQckes (10) sowic die ganze horizon- 
tale Arbeitsflache (20) strdmt und Qber den Rand der 
Arbeitsflache (20) und der zu behandelnden Oberfla- 
che(14)abiaufL 25 

2. Vcrfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daO das WerkstQck (10) durch Oxidieren 
der Randbereiche der der zu behandelnden Oberfia- 
che abgewandten Oberflflche (12) vorbehandett 
wird. 30 

3. Vorrichtung zur chemischen Behandlung einer 
Oberfiache (14) auf einer Seite eines WerkstQckes 
(10), bei der ein Arbeitstisch (16) eine ebene Arbeits- 
flache (20) mit einer OfTnung (22) aufweist, mit der 
eine Vorratskammer (28) fQr eine f Or die Behandlung 35 
chemisch wirksame FlOssigkeit verbunden ist, bei 
der eine Umlaufpump^ (44) die chemisch wirksame 
FIQssigkeit durch die Offnung (22) in der Arbeitsfla- 
che (20) auf die zu behandelnde Oberfiache (14) des 
mit der zu ^ehandelnden Oberflache (14) nach unten 40 
weisend apf der Arbeitsflache (20) aufgebrachten 
WerkstQckes (10) fdrdert und bei der die chemisch 
wirksame FlOssigkeit Qber einen RQcklauf (42. 46) in 
die Vorratskammer (28) geleitet wird. dadurch ge- 
kennzeichnet, daO zur AusfQhrung des Verfahrens 45 
nach dem Anspruch 1 oder 2 der Arbeitstisch (16) 
cine ebene. horizontale Arbeitsflache (20) aufweist 
und die Offnung (22) in der Miite der Arbeitsflache 
(20) angeordnet ist. die die gleiche Ausdehnung wie 
die der zu behandelnden Oberflache (14) des Werk- 50 
stQckes (10) aufweisL 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekcnn- 
zcichnet, daD die Vorratskammer (28) mil der Off- 
nung (22) Qber ein Rohr (34) in Verbindung steht und 
daB eine Auf fangkammer (26) zur Auf nahme der von 55 
der Arbeitsflache (20) abflieBenden chemisch wirk- 
samen FIQssigkeit vorgesehen ist, deren Auslauf (42) 
Uber eine Leitung mit der Umtaufpumpe (44) mit 
dem Einlauf in die Von dtskammer (28) verbunden 

'St- 60 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Arbeitstisch (16) auf eine Platte 
(24) aufgestelh ist. die mit einer Offnung zur Leitung 
der chemisch wirksamen FIQssigkeit zur Arbeitsfla- 
che (20) sowie RUckfluOaffnungen (40) versehen ist. 65 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5. dadurch 
gekennzeichnet. daQ eine erste Elektrode (50) fQr die 
chemisch wirksame FlOssigkeit und eine zweitc 



Elektrode (52) fQr das WerkstQck (10) v rgesehen 
sind. 

7, Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die zweite Elektrode (52) frei aufge- 
hlngt ist und gegenQber einer geringfQgigen Auf- 
wartsbewegung des WerkstQckes (10) nachgiebig ist, 
wenn die chemisch wirksame RQssigkeit zwisrhen 
der zu behandelnden Oberflache (14) des Werkstuk- 
kes (10) und der Arbeitsflache (20) des Arbeitstisches 
(16)durchlaufL 

8. Vorrichtung nach cinem der AnsprQche 3 bis 7. 
dadurch gekennzeichnet, daB der Arbeitstisch (16a; 
mit einer Unterdruckeinrichtung (62) ausgerQstet ist, 
die das WerkstQck (10) im Abstand und horizontal 
relativ zur Arbeitsflache (66) des Arbeitstisches {16a; 
derart halt, daB die chemisch wirksame FIQssigkeit 
zwischen der Arbeitsflache (66) des Arbeitstisches 
(16fl; und dem Randbereich (68) des WerkstQckes 
(10) strdmt 



Die Erflndung bezieht sich auf ein Vcrfahren zur che- 
mischen Behandlung einer Oberflache auf einer Seite 
cines WerkstQckes. bei dem das WerkstQck mil der zu 
behandelnden Oberflache nach abwarts gerichtet auf 
eine mit einer Offnung versehene Arbeitsflache cines 
Arbeitsti.'xhes aufgebracht, eine fOr die Behandlung 
chemisch wirksame FIQssigkeit mit Druck durch die Off- 
nung nach aufwarts auf die zu behandelnde Oberflache 
des WerkstQckes geleitet wird. sowie auf eine Vorrkh- 
tung zur chemischen Behandlung einer Oberflache auf 
einer Seite eines WerkstQckes. bei der ein Arbeitstisch 
eine ebene Arbeitsflache mit einer Offnung aufweist. 
mit der eine Vorratskammer fOr cine fQr die Behandlung 
chemisch wirksame FIQssigkeit verbunden ist, bei der 
eine Umlaufpumpe die chemisch wirksame fHOssigkeit 
durch die Offnung in der Arbeitsflache auf die zu behan- 
delnde Oberflache des mit der zu behandelnden Ober- 
flache nach unten weisend auf der Arbeitsflache aufge- 
brachten WerkstQckes fdrdert und bei der die chemisch 
wirksame Russigkcit Qber einen RQcklauf in die Vor- 
ratskammer geleitet wird 

Ein Vcrfahren und eine Vorrichtung der genannten 
Art sind aus der DE-PS 8 13 912 bekannL Die bekannte 
Vorrichtung weist einen Arbeitstisch mit einer ebenen 
Deckplatte auf, in der eine Offnung vorgesehen ist Un- 
terhalb der Offnung ist eine Kammer fQr einen Elektro- 
lyten vorgesehen, die Ober eine Rdhre mil einer Pumpe 
verbunden ist, die den Elektrolyten aus einem Vorrats- 
bch&lter gegen die zu behandelnde Oberflache des 
WerkstQckes, die nach unten weisend auf der Deckplat- 
te angeordnet ist, fdrdert Ein Teil des gegcn die zu 
behandelnde Oberflache des WerkstQckes gefdrderten 
ElekU-olyten flieflt unterhalb der Deckplatte zurOck in 
den Vorratsbehaiter, wahrcnd zwischen dem WerkstQck 
und der Oberseite der Deckplatte austretender Elektro- 
lyt Ober eine Auffangschale und einen RQcklauf zurQck 
in den Vorratsbehaiter geleitet wird. 

Das WerkstQck wird auf der Deckplatte miilels eines 
seitlich verschwenkbaren BQgels gehalten, der durch ei- 
ne Offnung des Arbeitstisches gefOhrt ist und mil einer 
Druckfeder verbunden ist so daB der Bugel gegen die 
der zu behandelnden Oberflache des Werksliickes gc- 
genQberliegende FlSche druckt Zur Behandlung des 
WerkstQckes ist es daher erf rderiich. das WerkstQck 
auf der Deckplatte in bezug auf die Offnung in der 
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Deckplatte auszurichten und den federbelasteten DGgel 
auf der der zu behandclnden Oberflache gegenQberlie- 
genden Flache des Werkstuckes aufzulegen, um das 
WerkstQck in seiner Lage zu fixieren. 

Daran anschlieBend wird die Pumpe in Betrieb ge* 
seut und der Elektrolyt aus dem VorraUbehalter uber 
die Pumpe und die Rohre in die unterhalb der Deckplat- 
te vorgesehene Elektrolysenkammer und durch die Off- 
nung gegen die zu behandelnde Oberflache des Werk- 
stOckes gftdruckt Der uberflussige Elektrolyt bzw. 
oberhalb der Deckplatte abflieQende Elektrolyt wird 
uber entsprechende Ruckflusse zuriick in den Vorrais- 
behaller geleitet Im AnschluQ an die Behandlung der 
beireffenden Oberflache des Werkstuckes wird der BQ- 
gel angehobea sdtlich verschwenkt und das Werkstuck 
von der Deckplatte genommen und anschliefiend ein 
neues Wcrkstilck auf der Deckplatte plazierl. 

Aufgabc der vorliegenden Erfindung ist es, ein Ver- 
fahren und cine Anordnung zur chemischei. Behandlung 
einer Oberflache auf einer Seite eines WerkstQckes an- 
zugeben. bei denen das WerkstQck wahrend der Be- 
handlung in der erstrebten Lage relativ zu dem Arbeits- 
tisch allein durch den Strom der chemisch wirksamen 
Rflssigkeii zur Behandlung der Oberflache des Werk- 
stuckes gchalten wird. 

Diese Aufgabe wird bei dem Verfahren erfindungsge- 
maB dadurch gelost, daO die zu behandelnde Oberflache 
des Werkstuckes und die horizontale Arbeitsflache des 
Arbeitstisches die gleiche Ausdehnung aufwetsen und 



Vorrichiung 18 angeordnet ist und auf deren der zu 
behandclnden Oberflache 14 abgewandten Oberflache 
12 eine frei aufgehangte Elektrode 52 aufliegt und dem 
Werkstuck 10 cin positives Potential zufuhrt Der Ar- 
5 beitstisch 16 ist als scheibenformiger. der zu behandeln> 
den Oberflache 14 des Werkstuckes 10 angepaBter 
Block ausgebildet, dessen Umfang ungefahr dem ubii- 
cherweise kretsformigcn Umfang des Werkstuckes 10 
entspricht und eine horizontale Arbeitsflache 20 mit ei- 
10 ner zentralen Offnung 22 aufweist Der Arbeitstisch 16 
ist auf einer ebenen Platte 24 angeordnet 

Der Arbeitstisch 16 wird von Trennwanden 30, 32 in 
eine obere Auffangkammer 26 und eine untere Vorrats- 
kammer 28 unterteilt, wobei die untere Vorratskammer 
15 28 mit der Offnung 22 in der Arbeiuflache 20 durch ein 
Rohr 34 vcrbunden ist, das mit AiiDcngewindc versehen 
in eine Gcwindcbohrung 36 in den Arbeitstisch einge- 
schraubt ist Wie aus der Zeichnung hervorgeht, ist das 
untere Endc des Rohres 34 mittels einer flQssigkeits- 
20 dichten Verschraubung mit der Trennwand 30 vcrbun- 
den, so daQ keine Russigkeit aus der Auff^gkammer in 
die Vorratskammer flielien kann. Die FlG^sigkeit in der 
Vorratskammer 28 fur die chemische Behandlung der zu 
behandclnden Oberflache 14 des Werkstuckes 10 wird 
25 aus der Vorratskammer durch das Rohr 34 und die Off- 
nung 22 gepumpt imd auf diese Weise zwischen die zu 
behandelnde Oberflache 14 des Werksiiickes 10 und die 
Arbeiuflache 20 des Arbeitstisches 16 eingefuhrt Nach 
Ausbreitung uber die beiden Flachen 20 und 14 kann die 



daQ die chemisch wirksame Flussigkeit mit einem sol- 30 Flussigkeit fiber den Rand des Arbeitstisches abtropfen 

chen Druck auf die zu behandelnde Oberflache des und nach Passieren der RackfluBoffnungen 40 in der 

WerkstQckes geleitet wird, daQ die chemisch wirksame Platte 24 in der Auffangkammer 24 gesammelt werden. 

Russigkeit das WerkstOck anhebt» Qber die ganze zu Die erneute Zirkulation der FlOssigkeit und das Hoch- 

behandelnde Oberflache des WerkstQckes sowie die pumpen der FlOssigkeit durch das Rohr 34 geschiehi 

ganze horizontale Arbeitsflache str5mt und Ober den 35 Qber einen RQcklauf 42, an den eine Umlaufpumpe 44 

Rand der Arbeitsflache und der zu behandelnden Ober- angeschlossen ist, welche die FlQssigkeit in die RQck- 

flache abliuft Iauf6ffnung 46 der Vorratskammer 28 unter hinreichen- 

Zur AusfUhrung des Verfahrens weist der Arbeits- dem Druck punipt so daO FlOssigkeit durch die Offnung 

tisch eine cbene. horizontale Arbeitsflache auf, wobei 22 im Arbeitstisch 16 aufsteigt und zwischen die Flachen 

die Offnung in der Milte der Arbeitsflache angeordnet 40 20 und 14 eingefOhrt werden kann. Die Druckregulie 



ist, die die gleiche Ausdehnung wie die der zu behan- 
delnden Oberflache des WerkstQckes aufweist 

Die erfindungsgemaOe Losung ermdglicht es, daB das 
Werkstuck wahrend der Behandlung in der erstrebten 
Lage relaliv zu dem Arbeitstisch allein durch den Flu?- 
sigkeitsstrom gehalten wird. so daB es nicht erforderlich 
ist eine zusauliche Haltevorrichtung am Werkstuck 
wahrend der Oberflachenbehandlung anzubrngen. 

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten AusfOh 



rung der FlOssigkeit beim Austritt aus der Offnung 22 ist 
ohne BeeintrSchtigung der Ausrichtung des WerkstUcks 
10 relativ zur Arbeitsflache 20 durch ein Druckregulier- 
ventil 48 zwischen der Umlaufpumpe 48 und dem RRck- 
45 lauf 46 m5glich. FQr die anodische Oxidation ist ferner 
eine geeignete Elektrode 50 in der Vorratskammer 28 
angeordnet, die die FlOssigkeit mit einem negativen Po- 
tential beaufschlagt. 



Mit der Vorrk:htung 18 wird ein kontinuierlicher RuQ 

rungsbeispielcs soli der der Erflndung zugrundeliegen- 50 einer fiOssigen Chemikalie, z. B. einer Losung fQr anodi- 

de Gedanke naher eriautert werden. Es zeigt sche Oxydation, erreicht Die grundlegenden physikali- 

F i g. 1 einen Querschnitl durch einen Arbeitstisch mit schen Eigenschaften sind nicht vollkommen geklart. es 

einem auf der ebenen Arbeitsflache des Arbeitstisches ist aber eine Kombination aus Schwerkraft, Oberfla- 

angeordncten Werkstuck; chenspannung und dem Bernoulli-Effekt als physikali- 

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine Anordnung mit 55 sche Grundlage anzunehmen. Falls diese Theorie zu- 



mehreren nebeneinander angeordneten Arbeitstischen 
zur gleichzeitigen Behandlung mehrerer WerkstOcke; 

F i g. 3 einen Querschnitt durch einen Arbeitstisch zur 
Vorbchandliuig cincs WerkstQckes zur nachfolgcnden 
Wcitci hcliaiulliuig in ciiicr Voii kJitung i^cniUU ticii 
F i g. I und 2; 

F i g. 4 cine Draufsicht auf ein in den Vorrichtungen 
gemaB d^*n F i g. I bis 3 zu behandelnden WerkstQck und 

Fig. 5 einen Querschnitt durch das in Fig, 4 darge- 
stellte WerkstOck entlang der Linie 5-5. . 

In Fig. I ist ein WerkstQck 10 in Form einer Platte 
aus Halblciiermaterial darge^^tellt das mit der zu behan- 
delnden Oberflache 14 auf einem Arbeitstisch 16 der 



trifft, wSchst die FlOssigkeitsgeschwindigkeit beim Flie- 
Ben durch den eingeschrankten Durchgang zwischen 
dem WerkstQck 10 und der Arbeitsflache 20 an, wo- 
durch cin Druckabfall zwischen den Flttchcri cntslcht, 
ntit <tciii ICrgchnis, duO iiifolgc ilcr Scliwcrkruft ziisaiii- 
men mit deni auf dem WerkstQck lO lastenden Lufl- 
druck das WerkstOck 10 auf der Arbeitsflache 20 festge- 
halten wird, aber aufgrund der Oberflachenspannung 
der flussigkeit langs des Umfangs nicht vbm Rand des 
Arbeitstisches abgleitet, solange die chemischen Sub- 
stanzen auf die zu behandelnde Oberflache 14 elnwir- 
ken mQssen. Die Vorrichtung kann z. B. erfolgreich fiir 
die anodische Oxvdation von Aluminium oder einer ub- - 
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lichen Siliziumplatte mit 76 mm Durchmcsser mit ciner 
2%igen Ph sphorsaureldsung ats Elektrolyt benutzt 
werdcn. wobci der ROssigkeitsdurchsatz etwa I Liter 
pro Minute durch die Offnung 22 mit etwa 6 mm Durch- 
mcsser betrftgt und die Obernache innerhalb ciner Ab- 
weichung von 3 bis 4" von der Waagerechten sich er- 
strcclct 

In Fig. 2 wird die gleichzeittge Bearbeitung mehre- 
rer Werkstttcke durchgefOhrt. indem einfach zusitzliche 
Arbeitstische 16 vorgesehen werdcn. Eine Elektrode 52 
ist durch den Deckel 54 der Vorrichtung 18 hindurchge- 
fOhrt und weist mehrere bleisliftartige Spit2en 56 auf, 
die aber den WerkstOcken aufgehangt sind 

In Vcrbindung mit Fig. 2 ist zu bcmerken, dafl die 
Werkstflcke nicht einzein auf jeden Tisch placiert wer- 
den mCssen, sondem daS hierzu ein nicht nSher darge- 
stellter groBer ebener Vakuumdeckel oder tisch be- 
nutzt wird. Dieser Vakuumtisch tr5gt eine Einteilung. 
urn jedes WerkstOck entsprechend dem Standort des 
entsprechenden Tisches in der Vorrichtung 18 zu lokall- 
sieren. Die WerkstOcke werden auf den Vakuumtisch 
gelegt und dort durch Unterdruck fcstgehaltcn. so daB 
sie mit der Vordcrseite nach unten auf den Tisch abge- 
legt werden kdnnen, wenn der Unterdruck endet 

Wie weiter oben schon ausgefOhrt wurdc, hat sich 
herausgcstellt. daB die Flussigkeit fOr die chemische Be- 
handlung der ObcrflSche 14 des WerkstOckes beim Ab- 
flieOen Qber den Rand des Arbeitstisches in manchen 
Anwendungsffillen dazu neigt, Ober die Auflenrander 
des WerkstOckes auf die RucknSche 12 zu flieOen, insbe- 
sonderc im Randbereich der RUckflache. Um diesen 
FJieBvorgang zu verhindem, werden in diesen Fallen die 
WerkstOcke vorbehandelt durch Oxidation der Kanten 
durch Anodisaiion in ciner Vorrichtung. die in Fig. 3 
dargestellt isL Fig.3 bezeichnet mit gleichen Bezugs- 
zeichef) gleiche Teile wie in den Fig. 1 und 2 unter 
Hinzunahme des Zusatzes a. 

In Fig.3 stchen die untere Vorratskammer 28a und 
die obere Auffangkammer 26a mit dem Arbeitstisch 16a 
Qber ein Rohr 34a in Verbindung. In diesem Fall besitzt 
jedoch der Arbeitstisch 16a cinen inneren Hohlraum 60 
zur Aufnahme einer Unterdruckeinrichtung 62. mit der 
das WerkstOck in seiner Lage relativ zum Arbeitstisch 
16a festgehalten wird 

Eine Unterdruckeinrichtung zum Schneiden und Rei- 
nigen von Halbleiterplattchen ist aus der US-PS 
35 65 306 bekannt, bei der das mit einer Schutzschicht 
versehene Halbleiterplattchen mittels einer Vakuum- 
vorrichtung auf einer Aunageflache festgehalten wird, 
wahrend eine Schneidvorrichtung das Halbleiterplatt- 
chen zerteilt 

Der in Fig.3 dargestelSte Vakuumtisch v,zisi cine 
Auflagefiache 64 auf, die etwas hdher liegt als die Ar- 
beitsflache 66 des Arbeitstisches 16a. so daB die flOssige 
Chcmikalie aus der Vorrntsknmmcr 2Ha Obcr die Ar- 
beitsfiachc 66 ausflicBcn und in die Auffangkammer 26a 
zurQckflicflen kann, wie es in Verbindung mil den F i g. I 
und 2 beschriebcn wurdc. Diese flQssige Chemikalie aus 
der Vorratskammer 28a wirkt auf den auBeren Randbe- 
reich 68 des WerkstOckes ein, der von dem auBeren 
Umfang der Arbeitsflache 66 und dem auBeren Umfang 
der Auflagefiache 64 definicrt wird Um den geeignetcn 
Unterdruck zum Festhalten des WerkstOckes auf dem 
Vakuum-Tlsch zu liefern, ist der Vakuum-Tisch mit ci- 
ner Anzahl von Offriungen 70 versehen. welche mit ei- 
ner inneren Leitung^ 72 zur Unierdruckkammer 74 in 
Verbindung stehen, die unter der Auffangkammer 26a 
und der Vorratskammer 28a liegt und mit einer nicht 



gezeigten Vakuumquelle verbunden Ist Man bemerke. 
daB die in den F i g. I und 2 zum Positionieren des Werk- 
stOckes in der Vorrichtung verantwortlichen physikali- 
schcn Phanomene in dieser AusfOhrungsform nicht be- 
5 nutzt werden, da der Vakuumtisch das WerkstOck in 
seiner Position halt, wahrend die Randbereiche bchan- 
delt werden. Man bemerke ferner, daB die behandclten 
Rander zu der abgewandten Oberflache 12 des Werk- 
stOckes 10 in den Fig. 1 und 2 gehoren. Das in der 
JO Vorrichtung der Fig. 3 vorbehandelte WerkstOck ist in 
den F i g. 4 und 5 deutlich dargestellt. wobei der Bereich 
68 den oxidierten Rand in ubertricbener Darslellung 
zeigt 

Das anhand der F i g. 1 und 2 eriauterte Verfahren zur 
15 Erzeugung z. B. eines anodischen Oxids auf der Oberfla- 
che cine Aluminiumplatte lauft im wesentlichen wie 
folgt ab: 

1. Das WerkstOck wird auf den Arbeitstisch mit der 
20 zu behandelnden Oberflache nach unten entwedcr 

von Hand oder mit Hilfe eines Vakuum-Tischcs 
vorgehalten. 

2. Elektrische Kontakte werden in Beruhrung mil der 
WerkstOck-ROckseite gebracht. 

25 3. Die chemische Ldsung wird in Umlauf gebracht 
und die gewQnschte Spannung (5—1000 V) fOr die 
gewOnschte Zeitdauer (3 Minuten bis 2 Stunden) 
angelegt 

4. Das WerkstOck wird abgehoben. abgespult und ge- 
30 trocknet 

Falls die Vorbehandlung eines WerkstOckes notig 
Oder wOnschenswert ist. laufen die Arbeitsschritte wie 
folgt ab: 

35 

1. Das WerkstOck wird mit der zu behandelnden 
Oberflache nach unten auf den Vakuum-Deckel des 
Arbeitstisches aufgelegt 

2. Unterdruck wird erzeugi, so daB das WerkstOck 
40 festgehalten wird ^ 

3. Die chemische Losung wird in Umlauf gebracht 
und Spannung (10 bis 100 V) wird wahrend der ge- 
wOnschten Zeitdauer angelegt 

4. Das WerkstOck wird entfernt, abgespOll und ge- 
45 trocknet 

5. Die Schritte 1 bis 4 des oben beschriebencn regula- 
ren Verfahrens schlieQen sich an. 



50 



Hierzu 3 Blatt Zeichnungen 



60 



65 




508 150/107 



